Actual package may differ from this package preview.
No rights can be derived from this document.
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Thermal compund (grease) for heatsinks

Helps the heat dissipation from a CPU, chipset or
processor to a heatsink

Excellent thermal impedance

Perfect stability - will not separate, run, migrate, or bleed
Non capacitive or electrically conductive

Warmeleitpaste fiir Kiihlkérper

UnterstUtzt die Warmeableitung von der CPU oder dem
Chipsatz zum Kuhlkorper

Lauft und tropft nicht

Nicht kapazitiv oder elektrisch leitfahig

Koelpasta voor gebruik i.c.m. PC koellichamen

Helpt om de warmte van een CPU, chipset of processor
beter te geleiden naar een koellichaam

Uitstekende thermische geleiding

Uiterst stabiel- zal niet schiften, uitlopen of wegvloeien
Niet electrisch geleidend

Compund termico (grasso) per dissipatori

Aiuta la dissipazione del calore da CPU, chipset o da
processore a dissipatore

Eccellente impedenza termica

Perfetta stabilita - non separera, accelerera, migrera o
gocciolera

Non capacitivo o elettricamente conduttivo
TepmonacTa AAS paaiaTopis

AoroMarae BiABOAUTM TEMAO BiA MPOLIECOpIB, YinceTiB
AO paajaTopa

BiAMIHHa TENAOMPOBIAHICTb

[MpekpacHa CTabiAbHICTb - HE PO3CUMAETLCS, He
BUMNAMBaE

Be3 eAeKTponpoBiAHOCTI

Pasta termoprzewodzaca przeznaczona do scalania z
radiatorami

Utatwia odprowadzanie ciepta z procesora, chipsetu i
procesora do radiatora

Doskonaty impedancja termiczna

Zapewnia stabilnos$¢, doskonale scala, nie rozwarstwia
sie, nie utlenia.

Nie przewodzi pradu elektrycznego

Composto térmico (grasa) de los disipadores de calor
Ayuda a la disipacion de calor de la CPU, chipset o
procesador con un disipador de calor

Excelente impedancia térmica

Estabilidad perfecta - no se separard, correr, migrar, o
sangrar

No capacitiva o eléctricamente conductora

OepUIKN 6UVOeSN (YPAoo) yia PUKTPEG

BonBd tn didxuon Bepustntag arno wa CPU, chipset
eMe€epyaoTr) o a PUKTpa

EEaupeTikn Bepkn avtiotaon

TeAela oTaBePGTNTA - BEV XWPILEL TREXEL
METAVAOTEUEL I AOPPAYEL

Mn XwPENTKO A NAEKTPIKA AYWYLLO

size: 109x158 mm

SPECIFICATIONS

Color: grey

Thermal conductivity:

>45W /mK

Thermal impedance:
<0.205°C-in2/ W

Density: > 2.5

Evaporation: < 0.001 %
Volatility: < 0.005 %

The dielectric constant: > 51
Dissipation factor: < 0.005
Viscosity: 76 CPS

Thixotropic index: 310 °C £ 10 °C
Operating temperature:
-50°C-240°C

Composites: 50 % silicone
compounds

Compounds: 30 % of carbon
The compounds of metal oxides:
20 %

Weight: 3 g
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